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摘要(译)

本发明公开一种OLED显示器件及其封装工艺，该工艺具体为：首先将封
装玻璃盖板和基板进行切割，并将玻璃料加热至熔融状态的玻璃水待
用；将封装玻璃盖板设置于基板的上方；将玻璃水涂覆于封装玻璃盖板
与基板接触的端面上，然后自然冷却至室温，完成制备过程。所述封装
玻璃盖板的尺寸小于基板尺寸，进而于封装玻璃盖板的外缘之外形成一
圈裸露的基板外围部分，并将玻璃水涂覆于裸露的基板外围部分上。本
发明提供一种OLED显示器件的封装工艺，只需要将封装玻璃需提前进行
处理，能够实现显示区域的最大化，又能提高封装速度。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/3aadec5a-dc82-4aa4-bab0-ff1cbd5a9a69
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/055287280/publication/CN105336878A?q=CN105336878A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN105336878A

